Das Packaging von integrierten Schaltkreisen (IC) oder ganzen
Systemen (SiP) ist heutzutage nur in hohen Stiickzahlen oder in
standardisierten MaRen kosteneffizient realisierbar. Der KONEKT
Ansatz bietet Losungen fiir hochangepasste Anwendungen fir mittlere
als auch kleinste Stiickzahlen.
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Frei wahlbare Designfreiheitin Form Individuell Verbindungder
Anordnung und GréRe. angepasste Komponenten durch
elektronischer Integrationvon Fertigung fir jedes Metallisierungund
Bauteile. Kanalen fur Package méglich. Strukturierung bei
Sensoranwendungen niedrigen
maoglich. Temperaturen.

KONEKT kombiniert dazu neue additive Fertigungsverfahren mit Leiter-
plattenprozessen und erreicht damit eine Steigerung der Designfreiheit
flr Elektronische Packages.

Ab Frequenzen oberhalb von ca. 80
GHz wirken Wirebond-Verbindungen
wie Antennen und storen die eigene
Signallbertragung. Impedanz-
angepasste Kupferverbindungen
erlauben héhere Ubertragungs-
frequenzen und somit
leistungsstarkere Sensoren.

Anpassbarkeit

Die KONEKT Technologie bietet fiir die Industrie 4.0 die
Kombination von Anpassbarkeit und Skalierbarkeit auch fiir groRe
und kleinen Firmen und ist wirtschaftlich vom Prototyping bis zur

Grol3serie.
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